证券代码：688627                                      证券简称：精智达                        

深圳精智达技术股份有限公司
投资者关系活动记录表
 
	投资者关系活动类别
	 特定对象调研        □ 分析师会议
□ 媒体采访             业绩说明会
□ 新闻发布会           路演活动
 现场调研             电话会议
□ 其他：券商策略会

	参与单位
	安信基金、宝盈基金、北京容光投资、本见投资、博时基金、财通基金、辰星投资、诚通证券、创富兆业、创金合信、慈阳投资、大成基金、大家资产、大连银行、大朴资产、淡水泉投资、德邦基金、东方财富证券、东方基金、东方资管、东吴证券、风炎投资、高维资产、高信百诺、光大永明、广发证券、广州创钰投资、国华兴益资产、国联基金、国寿安保基金、国寿养老、国寿资产、国泰海通、国泰基金、国信证券、国赞投资、果实资本、杭州传定私募基金、杭州附加值投资、昊晟基金、合众资产、和谐健康险、河南银泰投资、恒邦兆丰资管、红杉资本、宏道投资、泓澄投资、华汯资产、华金证券、华美国际投资、华能贵诚信托、华商基金、华泰保兴基金、华夏基金、华夏未来、华源证券、汇华理财、惠通基金、嘉实基金、建信理财、交银施罗德、金建投资、金域蓝湾、泾溪投资、君成投资、君子乾乾、宽源投资、乐桥资本、立心资产、利幄基金、六妙星基金、民森投资、名禹资产、明河投资、明世伙伴、摩根基金、摩根士丹利基金、南方基金、南方天辰投资、宁波宝隽资产、诺安基金、盘京投资、磐泽资产、鹏华基金、前海联合基金、钦沐资产、青骊投资、清源投资、泉果基金、人保资产、睿扬投资、熵盈基金、上海呈瑞投资、上海递归私募基金、上海合远、上海河清龙樾、上海玖歌投资、上海乾瞻、申万菱信基金、苏银理财、太保资产、太平养老、泰康基金、天风证券、天惠投资、通晟资产、潼骁投资、卫宁私募、西部利得基金、溪牛投资、喜世润投资、襄阳市创新投资、新华基金、新华资产、鑫焱投资、信达澳亚基金、兴银理财、玄卜投资、易方达基金、益昶资产、益和源资产、银华基金、银叶投资、永安国富、永赢基金、于是资本、泽铭投资、长见投资、长江养老、长盛基金、招商信诺资产、招银理财、浙江英睿投资、浙商银行、真科基金、上海正心谷投资、中保投资、中海基金、中泰证券、中信保诚基金、中信保诚资产、中信建投基金、中信证券、中银基金、中庸资本、中再资产管理、Torito Capital

	时间
	2026年2月28日

	地点
	进门财经线上电话会

	接待人员姓名
	董事：谢思遥
董事会秘书：彭娟

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、请介绍本次战略投资方向。
本次战略投资规划，公司围绕“扩充先进产能”与“研发高端产品”两大核心主线展开。
随着国内存储产业快速发展、市场需求持续旺盛，2025年至今公司已累计披露金额超20亿元的相关合同，充分反映下游客户对公司测试设备需求迫切。对此，公司计划在深圳市龙华区投资建设高标准的产业化智造基地，在全力保障当前产品交付的基础上，进一步提升规模化、现代化、自动化的先进制造能力，以便更加敏捷地响应国内客户在技术升级与产能爬坡过程中的设备需求。
在半导体领域，公司始终坚持“量产一代、在研一代、预研一代”的研发节奏，保持优势竞争地位。精智达在深圳龙华进行存储测试设备研发升级、上海设立高端芯片测试设备及前沿技术研发中心，正是为了多点催化研发成果、贴近产业前沿与客户需求，为未来更快的技术变革储备能力。

二、请公司解析本次战略投资的区域布局规划
公司以深圳为根基辐射大湾区，以上海为支点挺进长三角，通过双城布局深度融入国家半导体产业战略版图。
深圳及大湾区，是国内半导体产业的重要增长极。根据深圳市发改委数据，2025年深圳半导体与集成电路产业规模首次突破3000亿元，带动设备行业规模增至356亿元，已形成从设计到制造、封测、设备、材料的全产业链协同格局。公司自成立以来便深耕深圳，深度融入深圳半导体产业发展，将充分利用区域产业集群优势，进一步提升高端测试设备的产业化能力，为大湾区打造半导体产业集群注入新动能。
上海及长三角是我国集成电路产业的战略高地。2025年上海集成电路产业规模预计突破4600亿元，汇聚全国约40%的产业人才。本次在上海设立研发中心，将充分依托区域客户资源、技术储备和人才优势，与客户形成"协同研发—迭代验证—规模量产"的闭环，精准满足高端算力芯片测试设备和HBM测试设备等高端半导体测试设备广阔的市场需求。

三、请公司解读2025年度业绩快报情况。
2025年，公司实现营业收入同比增长40.65%。受益于公司持续加大研发投入，产品矩阵不断丰富完善，公司半导体测试设备市场份额进一步提升。相关具体数据请以公司正式披露的2025年年度报告为准。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	本次活动不涉及应当披露重大信息。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年3月3日



